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研究サブテーマⅠ. IoTソリューション開発のための共通プラットフォーム技術

研究サブテーマⅡ. 革新的センサ技術・超低消費電力IoTチップ

研究サブテーマⅢ. Society 5.0実現のための社会実装技術
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これまでの成果・期待される成果

・ 革新的センサ技術とマルチセンシング制御技術、IoT構築のための共通プラットフォー
ム技術が一体となったエッジプラットフォーム技術を開発している。
・ニーズドリブンな技術開発を実施する研究実施者が互いに連携し、サブテーマⅠから
Ⅲまで一気通貫の研究開発を実施している。
・ 評価版PF（My-IoT、SRF無線PF）で開発コスト1/10の目標を達成する見込み。

・ プラットフォーム構築のためのマルチセンシングモジュール(MSM)仕様を策定した。
・ 30%伸縮で100万回以上の耐性を持つフレキシブルセンサを開発した。
・ 40-60 µW/K（1.5×1.5cm2素子）の常温発電を確認した。
・ 衝突防止/停止及び、高精度認識等のパーソナルモビリティ技術を確立した。　　
・ 食産業関係３分野におけるエンドエフェクタの試作品が完成した。

・2019年度にエッジWG（コンソーシアム前身）を九大・
伊都キャンパスに設置、2021年度はエッジコンソーシ
アム法人化を目指す（九大・NECが運営)。
・エッジプラットフォームコンソーシアム（EPFC）、モバイ
ルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）等と、
社会実装を実現するための補間的関係を作り、ユース
ケースの蓄積や、活用ユーザを広げるため、有力なコ
ンソーシアムとの連携も推進している。

■SIPフィジカルが目指すエッジプラットフォーム技術の開発

■IoTの構築、導入コストを従来の1/10以下に低減する
　ための要素技術に関する主な成果

■社会実装を実現するエコシステム
　を構築

コスト高やコスト高や

技術、革新的センサ技術、センサープラットフォーム技術の技術、革新的センサ技術、センサープラットフォーム技術の

● エッジコンソーシアムと社会実装を実現するエコシステム

● マルチセンシングモジュール  プラットフォーム（MSM-PF）の仕様策定及び試作した食産業向けエンドエフェクタの概要

● SIPフィジカルが目指すエッジプラット
　フォームと一気通貫・すり合わせ実証
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